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千曲工場の供給確保計画の認定について 

 

当社は、千曲工場（長野県千曲市）における先端半導体向け次世代フリップチップタイプパッケー

ジ（ＦＣ－ＢＧＡ基板）の設備投資計画が、経済産業大臣により、「経済施策を一体的に講ずるこ

とによる安全保障の確保の推進に関する法律」に基づく「供給確保計画」に認定されたことをお知

らせいたします。これにより、千曲工場における設備投資計画に助成金が交付される予定です。 

 

５Ｇの普及、ＡＩ・ＩｏＴ の活用拡大、ＤＸ（Digital Transformation）の進展等による社会・

経済のデジタル化によって、今後も半導体は用途を広げ、需要は中長期的に拡大することが見込ま

れております。特にサーバー向け等に使用される先端半導体の市場が大きく拡大し、半導体の高機

能化、高速化ならびに省電力化が一層求められるとともに、大型化、高多層化、高密度微細配線等

を実現することにより、これらのニーズに対応し、さらに進化したＦＣ－ＢＧＡ基板の需要が飛躍

的に高まることが想定されます。当社はこのようなニーズを捉え、「ｉ-ＴＨＯＰⓇ」をはじめとし

た次世代ＦＣ－ＢＧＡ基板の開発を行っており、その量産体制を千曲工場に構築することにより、

半導体関連産業の発展やＧＸ（Green Transformation）の実現等、より豊かな社会づくりに貢献し

てまいります。 

 

当社 代表取締役社長 倉嶋 進は、認定にあたり以下のように述べています。 

「日本政府からの支援に感謝いたします。ＦＣ－ＢＧＡ基板は、社会・経済のデジタル化を牽引す

る高性能半導体において重要性が高まり、半導体進化の一翼を担う存在となっています。最先端の

半導体市場においては、大型化、高多層化、高密度微細配線技術により、従来の性能を大幅に上回る

ＦＣ－ＢＧＡ基板が求められています。当社開発のｉ-ＴＨＯＰⓇをはじめとする次世代ＦＣ－ＢＧＡ

基板を国内で安定的に生産し、市場に投入していくことにより、半導体関連産業の発展や日本の経

済安全保障に貢献してまいります。」 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ｉ-ＴＨＯＰⓇ 

 

【供給確保計画の概要（予定）】 

(1)事業者の名称 ： 新光電気工業株式会社 

(2)投資額 ： 533億円   

(3)最大助成額 ： 178 億円 

(4)施設 ： 千曲工場 

(5)主要生産製品 ： 次世代ＦＣ－ＢＧＡ基板 

 

 

 



 

 

[ｉ-ＴＨＯＰⓇについて] 

当社が開発したｉ-ＴＨＯＰⓇ (integrated Thin film High density Organic Package：アイソップ) 

は、高密度配線技術・薄膜技術により形成した超微細配線層とビルドアップ基板を一体化させた

ＦＣ－ＢＧＡ基板です。超微細配線層には、複数のロジックチップの搭載や、ロジックチップと広

帯域メモリー（ＨＢＭ：High Bandwidth Memory)等の異種チップの搭載が可能であり、当社は、中

長期的に大きな成長が見込まれるＨＰＣ（ハイパフォーマンスコンピューティング）市場のニーズ

に対応する次世代ＦＣ－ＢＧＡ基板として市場投入をはかってまいります。 

ｉ-ＴＨＯＰは新光電気工業㈱の登録商標です。 

 

以 上 
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